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Abstract of DE1 01 17754 

Process for applying and/or inserting plastic compositions into cavities of chip cards involves passing a 
plastic composition conveyed from a storage vessel through a testing device to judge irregularities and 
removing defective components. Process for applying plastic compositions free from air bubbles on 
electrical components or supports comprises: passing a plastic composition conveyed from a storage 
vessel through a testing device (24) to judge irregularities; feeding the components of the composition 
with irregularities through a bypass valve (25) into a collecting container; and in case the testing device 
measures no irregularities in the composition, closing the valve and passing the composition to a 
removal device (23). An Independent claim is also included for a device for carrying out the process. 
Preferred Features: The irregularities are determined using optical arrangements or an ultrasound 
arrangement. 
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® Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen von luftblasenfreien Kunststoffma 
oder Trager derselben 

© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen 
kleiner aushartbarer Kunststoffmengen auf elektrische 
Bauteile oder Trager derselben mittels einer Austragsein- 
richtung, wobei die nichtausgehartete. Kunststoff masse 
der Austragseinrichtung zugefiihrt wird, und wobei die 
nichtausgehartete Kunststoff masse mittels einer automa- 
tischen Uberprufungseinrichtung auf UnregelmaGigkei- 
ten,wie Lufteinschlusse oder Fullstoffanhaufungen, uber- 
pruft und die mit Unregelmaftigkeiten versehene nicht- 
ausgehartete Ku nstst off masse entfernt wird. Ferner be- 
trifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Aufbringen klei- 
ner aushartbarer Kunststoffmengen auf elektrische Bau- 
teile oder Trager derselben, mit einer Austragseinrich- 
tung (23) zum Abgeben der Kunststoffmasse an das elek- 
trische Bauteil oder den Trager desselben, wobei der Aus- 
tragseinrichtung (23) eine Uberprufungseinrichtung (24) 
vorgeordnet ist p die den aufzubringenden Kunststoff auf 
Unregelmafcigkeiten, wie Lufteinschlusse, uberpruft und 
eine Auslasseinrichtung (29) vorgesehen ist, die die mit 
Unregelmafcigkeiten versehene nichtausgehartete Kunst- 
stoffmasse in Abhangigkeit einer Signalgebung der Uber- 
prufungseinrichtung (24) entfernt. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbrin- 
gen von luftblasenfreien Kunststoffmassen auf elektrische 
B auteile oder Trager derselben. Ferner betrifft die Erfindung 5 
eine Vorrichtung zum Aufbringen von luftblasenfreien 
Kunststoffmasse auf elektrische B auteile oder Trager dersel- 
ben, mit einer Austragseinrichtung zum Abgeben der Kunst- 
stoff masse an das elektrische Bauteil oder den Trager. 
[0002] In der JP-62 02 54 16 A ist eine Beschichtungsvor- 10 
richtung fur Schutzlack, welche aus einer Duse auf einen 
Halbleiterwafer getropft wird, beschrieben. Aufgabe dieser 
Vorrichtung ist es, die Anzahl von Verunreinigungen oder 
Luftblaseh in der aufzubringenden Schutzlackfliissigkeit zu 
ermitteln, und sofern die errnittelte Anzahl von Verunreini- 15 
gungen und Luftblasen eine vorgeschriebene Anzahl iiber- 
schreitet, den Aufbringvorgang zu unterbrechen und die Po- 
sition der Duse von dem Halbleiterwafer wegzubewegen, 
um so die verunreinigte Fliissigkeit zu entfernen. Die hierbei 
notwendigen Bewegungsvorgange der Diise, sind einerseits 20 
zeitaufwendig, und erfordem zusatzlich einen erhohten 
Wartungsaufwand der Beschichtungs vorrichtung. 
[0003] Aus der JP-12 24 077 A ist ein Verfahren zur Ver- 
hinderung der Abscheidung von Luftblasen in einer Be- 
schichtungsflussigkeit bekannt. Hierbei wird die Beschich- 25 
tungsflussigkeit durch porose hochpoiymere Rohren ge- 
fuhrt, die innerhalb einer Unterdruckkammer angeordnet . 
sind. Das Innere der Unterdruckkammer, in welcher die 
Rohre angeordnet sind-, wird durch ein Vakuum evakuiert, 
und auf diese Weise in die in der Beschichtungsflussigkeit 30 
befindliche Luft ausgetrieben. Dieses Verfahren dient folg- . 
lich nur- zur Entfernung von Lufteinschliissen, jedoch nicht 
von anderen UnregelmaBigkeiten, femer stellt dieses Ver- 
fahren eine kontinuierliche und nicht gezielte Behandlung 
des Materials dar. 35 
[0004] Trager mit elektrischen Bauteilen konnen Grund- 
korper fur Chipkarten sein. Hierbei wird in der Reg el ein 
Chip mittels eines Klebers auf einem Trager befestigt und 
durch Bonden oder dergleichen mit auf dem Trager vorgese- 
henen leitenden Strukturen elektrisch verbunden. 40 
[0005] Zum Schutz des Chip wird in der Regel ein densel- 
ben umgebender Versteifungsrahmen auf den Trager aufge- 
klebt und mit einer den Chip und die Bonddrahte schiitzen- 
den Masse aufgefiillt. 

[0006] Das fertige Chipmodul wird anschliessend in eine 45 
entsprechende Aussparung eines Chipkartengrundkorpers 
eingesetzt, wodurch eine gebrauchsfertige Chipkarte ent- 
steht. Das Chipmodul wird hierbei, mit dem Chip voran, in 
eine nach unten geschlossene Vertiefung im Kartenkorper 
eingesetzt, wahrend die Kontaktflachen des Chips von der 50 
Vertiefung abgewandt sind und somit nach der Fertigstel- 
lung der Karte von aussen zuganglich sind. Die Fixierung 
des Chipmoduis im Kartenkorper erfolgt. mittels Klebstoff. 
[0007] Herkommlicherweise wird zu diesem Zweck das 
Klebematerial in viskoser oder flussiger Form in dosierter 55 
Menge in die Kavitat eingebracht. und das Chipmodul einge- 
presst. Gleicherniassen ist auch bekannt, das Chipmodul 
selbst. rnit. dem klebenden Material zu versehen und an- 
schliessend in die Kavitat einzupressen. 

[0008] Das Aufbringen der Klebemasse auf das Chipmo- 60 
dul oder in die Kavitat. erfolgi hierbei iiher eine Austragsein- 
richtung, die zumeist rnit einer Nadeldtisc versehen ist. In 
der Praxis hat. es sich hierbei gezeigt, class die Kunststoff- 
masse haufig Unregelmassigkciien, /.. B. Luft.einschliisse 
b/.w. Anhaufungen von FiillstolVpartikeln bci gc full ten Mas- 65 
sen, aul'weisl.. Werclcn diese Unregel mass igkei ten bis zu den 
Nadeldiisen, die im Verhalinis zu den Luliblasen sehr klein 
sind, iranspori.ieri. und uber diese uhgcllilirt. kommt es zu ei- 



der Unterbrechung des Kunststoffflusses, die bestenfalls zu 
kleinen Luftblasen in der aufgetragenen Kunststoffflache 
fuhren kann, haufig jedoch in grosseren Fehlstellen resul- 
tiert, die iiberhaupt keine Kunststoffmasse aufweisen. 
[0009] Da diese durch Unregelrnassigkeiten in der Kunst- 
stoffmasse ausgelosten Fehlstellen zu erheb lichen Stiil- 
standszeiten und damit verbundenen Produktionsausfallen 
fuhren, werden besondere Vorkehrmassnahmen unternom- 
men, um solche Unregelrnassigkeiten in der Kunststoff- 
masse von vornherein auszuschliessen. So werden in der 
Regel die Kunststoffmassen in gesonderten Behaltern gela- 
gert und gemaB der Vorschriften der Hersteller beruhigt und 
homogenisiert. In der Praxis hat sich hierbei jedoch gezeigt, 
dass diese Behandlungsmassnahmen nicht immer beach tet 
werden. 

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf- 
gabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzu- 
stellen, durch welches bzw. welche die S tills tandszeiten re- 
duziert werden konnen. 

[0011] Diese Aufgabe wird beziiglich des Verfahrens 
durch die im Anspruch 1 beanspruchten Merkmale gelost. 
Demnach passiert die aus einem Vorratsbehalter geforderte 
Kunststoffmasse eine tjberpriifungseinrichtung zur Ermitt- 
lung von UnregelmaBigkeiten, die fehlerhaft erkannten An- 
teile der Kunststoffmasse werden durch einen ein Ventil auf- 
weisenden Bypass, welcher von der Kunststoff masse- Zu- 
fuhrleitung abzweigt, in einen Auffangbehalter geleitet und 
falls die Uberprufungseinrichtung keine UnregelmaBigkei- 
ten in der Kunststoffmasse ermittelt, wird das Ventil des By- 
passes geschlossen und die Kunststoffmasse zur Austrags- 
einrichtung geleitet. 

[0012] Durch die Uberprufung des Kunststoffes vor dem 
Aufbringen auf das elektrische Bauteil oder den Trager wird 
ein kontinuierliches Nachfliessen der Kunststoffmasse 
durch die Nadeldiisen sichergestellt, so das Fehlstellen und 
Lufteinschliisse bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. 
Darnit verringem sich die Stills tandszeiten und erhoht sich 
die Produktivitat. Auf diese Weise kann ferner das Vorhan- 
densein von Gasblasen in der aufgetragenen Kunststoff- 
masse ausgeschlossen werden, so dass die Haftung zwi- 
schen dem Chipmodul und dem Kartengrundkorper wesent- 
lich verbessert wird. Da die mit Unregelrnassigkeiten, insbe- 
sondere mit Luftblasen, versehene Kunststoffmasse geson- 
dert abgefuhrt wird, ist es moglich die abgesonderte Kunst- 
stoffmasse zur Weiterverwendung ruckzufuhren, nachdem 
die Luftblasen durch bekannte Verfahren entfernt wurden. 
[0013] Hierdurch wird der Anteil an unbrauchbaren oder 
nur eingeschrankt einsetzbaren Chipmodulen erheblich ver- 
ringert und sbmit. die Produkdvitat erhoht. 
[0014] Es hat. sich hierbei als vorteilhaft erwiesen, wenn 
die Unregelrnassigkeiten durch optische Einrichtungen oder 
durch eine Ultraschalleinrichtung ermittelt. werden. 
[0015] Diese beiden genannten Verfahren lassen sich ein- 
Pach in best.ehende Verfahren aufnehmen und liefern gute 
Ergebnisse. 

[0016] Beziiglich der Vorrichtung wird die Aufgabe durch 
die Merkmale des Anspruchs 4 gelost. Demnach ist. der Aus- 
tragseinrichtung eine Uberprufungseinrichtung vorgeord- 
net, die den aufzubringenden Kunststoff auf Uriregelmassig- 
keiten, wie Lufteinschliisse, uberpruft. und wobei die rnit 
Unregelrnassigkeiten versehene nicht. ausgehartete Kunst- 
stoffmasse durch einen ein Ventil aufweisenden Bypass, 
welcher von der Kunststoffmasse abzweigt, verbunden ist. 
in eine AusUtsseinrichtung in Abhangigkeit. einer Signalge- 
hung der tjberpriifungseinrichtung ent fern bar ist. 
[0017 1 Durch die vorgesc hall etc Uberpriil'ungseinrichiung 
wird verhindcrt, dass Kun stoff masse mit eingeschlossenen 
Luftblasen his zu den Nadeldiisen der Ausiragseinrichtiing 
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transportiert wird und so der Kunsts toff transport und damit 
das Auftragen des Kunststoffes unterbrochen wird. 
[0018] Zur automatischen Erkennung der Unregelmassig- 
keiten des Kunststoffes haben sich eine optische Einrich- 
tung z. B. ein Durchlichtsensor oder eine Lichtschranke, 
oder eine UltraschaLleinrichtung als besonders geeignet er- 
wiesen. 

[0019] Femer betrifft die Erfindung die Verwendung des 
Verfahrens zum Eingiefien von Bauelementen, sowie zum 
Aufbringen und/oder Einbringen von Kunststoffmassen in 
Ka vita ten von Chipkarten. 

[0020] Hierdurch kann eine auf dem Trager das elektri- 
scheBauteil umgebende Erhebung angeordnet. werden, wel- 
che mit dem KunststofT aufgefuUt wird. Die Erhebung dient 
in diesem Fall als Barriere, so dass die einzufullende Kunst- 
stoffmasse nicht entweichen kann. Hierdurch ist es insbe- 
sondere moglich sehr flussige und/oder langsam aushar- 
tende Kunststoffmassen einzusetzen, die den Chip und die 
elektrischen Anschlusse vollstandig uberziehen und bedek- 
ken und nach Ausharten des Kunststoffes einen Schutz ins- 
besondere gegen mechanische Beanspruchungen bereitstel- 
len. Voraussetzung ist hierbei wiederum, dass der Kunststoff 
luftblasenfrei aufgebracht werden kann, um einen ausrei- 
chenden Schutz zu gewahrleisten. 

[0021] Soil sowohl die Erhebung als auch die Fullung aus 
demselben Kunststoff gebildet werden. In diesem Fall wird 
die Austragseinrichtung zunachst so gesteuert, dass mit der 
Kunststoffmasse eine Erhebung rund um den Chip und die 
Boriddrahte aufgebracht und zumindestens teilweise ausge- 
hartet wird. Anschliessend wird dann in einem zweiten 
Schritt, der von der Erhebung eingeschlossene Bereich mit 
der Kunststoffmasse aufgefuUt. 

[0022] Femer kann ein Chipmodul in einem Kartengrund- 
korper einer Chipkarte eingesetzt werden, wobei die Innen- 
flachen und/oder der Bodenbereich einer in dem Karten- 
grundkorper vorgesehene Kavitat zumindestens in Teilbe- 
reichen mit dem Kunststoff versehen wird und anschlies- 
send das Chipmodul in die Kavitat eingesetzt wird. Glei- 
chermaflen kann der Chipmodul vor der Aufnahme in die in 
dem Kartengrundkorper vorgesehene Kavitat zumindestens 
in Teilbereichen mit dem Kunststoff versehen wird und an- 
^ schliessend in die Kavitat eingesetzt werden. 

[0023] Das Einsetzen des Chipmoduls kann hierbei je- 
weils unter Ausubung eines Drucltf durchgefiihrt werden, ' 
durch den auch eine Verteilung der Kunstsoffmasse bewirkt 45 
^ werden kann. Dies ist jedoch nicht immer erforderlich. 
[0024] Durch die beiden zuvor beschriebenen bevorzug- 
ten Ausfuhrungsformen kann gleichermassen ein Chipmo- 
dul mit geschutzten Chip als auch mit ungeschutztem Chip 
mit dem Chipkartengrundkorper verklebt werden. Der 
Kunststoff kann hierbei zunachst rioch flieflfahig sein und 
sich erst nach dern Einsetzten des Chipmoduls gleichmassig 
in den zwischen dem Chipmodul und den Wandungen der 
Kavitat verbleibenden Zwischenraumen verteilen. Gleicher- 
massen isles moglich eine formstabile Kunstsoffmasse ein- 
zufuhren, die bereits nach dem Einsetzten ihre endgiiltige 
Form in dem Zwischenraum einnimmt. Sofern die in dem 
Chipkartengrundkorper vorgesehene Kavitat nicht mil. der 
Grosse des Chipmoduls ubereinstimmt, d. h. grosser ist, ist 
es femer moglich, durch eine entsprechend gewahlte gros- 
sere Kunststoff me nge den Zwischenraum zwischen Modul 
und Kavitai. vollstandig auszufullen, so dass hier nicht eine 
vorgegebene Nonuung der Bauteile eingehalten werden 
muss. 

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend anliand bevorzug- 
ter Ausriihrungslonuen untcr Bezugnahme auf die beige- 
fugle Zeichnung naher erlauiert. Es zeigt: 
[0026] Fig. 1 cine Schniuansichi eines Chipmoduls, 
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[0027] Fig. 2 eine schematisierte Schnittansicht eines 
Chipkartenkorpers mit eingesetztem Chipmodul, 
[0028] Fig. 3 eine schematisierte Schnittansicht eines 
Chipkartenkorpers mit eingesetztem Chipmodul, gemaB ei- 
ner anderen Ausfuhrungsform und 

[0029] . Fig. 4 eine stark schematisierte Ansicht einer Vor- 
richtung. 

[0030] Wie in Fig. 1 dargesteUt umfasst das Chipmodul 1 
einen Modultrager 2, auf dem sich auf der einen Seite, der 
spateren Aussenseite, elektrische Kontaktflachen 3 befin- 
den. Auf der der spateren Aussenflache gegenuberliegenden 
Seite des Chipmoduls ist das elektrische Bauteil 4, der Chip, 
angeordnet. Die Kontakte des Chip 4 sind uber Bonddrahte 
5 mit den Kontaktflachen des Modul tragers verbunden. 
[0031] Um den Chip 4 und die Bonddrahte zu schutzen, 
wird um diese Elemente herum zunachst eine Erhebung 6 
aus einer Kunststoffmasse aufgebracht. Dabei bildet diese 
Erhebung einen geschlossenen Rahmen, der in einem weite- 
ren Herstellungsschritt, nachdem die Erhebung 6 bereits 
ausgehartet ist oder sich zumindestens nicht mehr verformt, 
mit einer weiteren Kunststoffmasse aufgefuUt wird. Hierbei 
wird vorzugsweise der gleiche KunststofT eingesetzt, der 
schon die Erhebung bildet. 

[0032] Nach Aushartung der Erhebung 6 und der Fullung 
7 sind der Chip 4 und die Bonddrahte 5 gegen Beschadigun- 
gen geschiitzt und konnen in dieser Form auch langere Zei- 
ten gelagert werden. 

[0033] Hierbei stellt insbesondere das erfindungsgemaBe 
Verfahren sicher, dass die Erhebung 6 und/oder die Fullung 
7 keine Luftblasen aufweisen, die zu einer mangelhaften 
Absicherung, z. B. bei mechanischer Beanspruchung, fuhrt. 
[0034] Die fertigen Chipmodule werden dann, wie in Fig. 
2 dargestellt, in entsprechende Aussparungen oder Kavita- 
ten 8 im Chipkartenkorper 9 eingesetzt. Die Kavitat 8 be- 
steht hierbei aus einem ersten Abschnitt 10, welcher an die 
Aussenmafie des Modultragers 2 angepasst ist, so dass der 
Modultrager biindig mit der Oberflache des Chipkartenkor- 
pers 9 in die Kavitat 8 eingefuhrt werden kann. In der Mitte 
des ersten Abschnitts befindet sich ein weiter Abschnitt 11, 
der in Form einer Vertiefung 12 ausgebildet ist, von welcher 
der mit Erhebung 6 und Fullung 7 geschiitzte Chip aufge- 
nommen wird. 

[0035] Zur besseren Haftung des Chipmoduls 1 in der Ka- 
vitat kann die Wandung bzw. der Bodenbereich der Kavitat 
und/oder das Chipmodul mit einer Kunststoffmasse 13 ver- 
sehen werden, die sich im Zuge des Eindruckens des Mo- 
duls dann verteilt; 

[0036] Fig. 3 zeigt ein alternatives Ausfiihrungsbeispiel 
eines eingesetzten Chipmoduls. Hierbei wurde das Chipmo- 
dul 1 zuvor nicht mit einem Schutz fur den Chip 4 und die 
Bonddrahte 5 versehen. Daruber hinaus ist. in diesem Fall 
die Kavitat 8 in dem Chipkartenkorper 9 nicht an die Ab- 
messungen des Chipmoduls angepasst, sondem grosser aus- 
gebildet. 

[0037] Um hier eine sichere Haftung des Moduls und 
gleichzeitig eine ausreichenden Schutz fur den Chip 4 und 
die Drahte 5 zu gewahrleisten, werden hier vorzugsweise 
der Chip und die Bonddrahte mit ausreichend Kunststoff- 
masse 15 versehen, um diese Bereiche vollstandig abzudek- 
ken. Gleichzeitig kann auch die Kavitat 8 mit einer Kunst- 
stoffschicht 16 versehen werden. Wird das Chipmodul 1 un- 
ler Druck in die Kavitat 8 eingefuhrt, veneili sich die zu die- 
sem Zeitpunkl. noch niissige Kunststoffmasse und fullt hier- 
bei die zwischen dem Chipmodul I und der Kavitai 8 beste- 
henden Hohlr'aume bzw. die nicht von dem Chipmodul aus- 
gelullien Bereiche. 

|003S] Die Kunstsioffrnasse dient in diesem Fall folglich 
gleichzeitig als Klebemaierial unci FullsiolV. Auch hierbei ist 
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wiederum eine lufblasenfreie Auftragung des Kunststoffes 
in hohern MaBe erwunscht, da der Fulls toff einerseits einen 
Teil der sichtbaren Oberfiache bilden kann und urn eine si- 
chere Haftung zu gewahrleisten. 

[0039] In Fig. 4 ist schliesslich eine Vorrichtung 20 zum 5 
Aufbringen der Kunststoffmasse auf das Chipmodul oder 
dergleichen dargestellt. Die Vorrichtung umfasst einen Auf- 
nahmebehalter 21, in welchem sich die nichtausgehartete 
Kunststoffmasse befindet. Hierbei kann der Tank unter 
Druck gesetzt sein oder es kann eine Pumpenfordefung in 10 
dem Tank vorgesehen sein. 

[0040] Von diesem Aufnahmebehalter wird die Kunst- 
stoffmasse unter Druck durch eine Zufuhrleitung 22 in Rich- 
tung der Austragseinrichtung 23 befordert. Der Austragsein- 
richtung 23 ist hierbei eine Uberprufungseinrichtung 24 vor- 15 
geschaltet, von welcher die Zufuhrleitung 22 unterbrochen 
wird. In dieser Uberprufungseinrichtung wird die Kunst- 
stoffmasse zunachst auf Unregelmassigkeiten, insbesondere 
Lufteinschliisse, z. B. mittels optischer Kontrollen, iiber- 
priift. Werden innerhalb der Kunststoffmasse Bereiche mit 20 
Unregelmassigkeiten ermittelt, wird von der Uberprufungs- 
einrichtung ein Signal an eine nicht dargestellte Steuerein- 
richtung gegeben. Die Steuereinrichtung aktiviert daraufhin 
ein Ventil zur Offnung des Bypass 25, welcher uber ein T- 
Verbindungsstiick 26 mit der Zufuhrleitung verbunden ist, 25 
gleichzeitig wird die zur Austrageinrichtung fiihrende Zu- 
fuhrleitung 22 abgeschlossen. 

[0041] Die mit Unregelmassigkeiten versehenen Bereiche 
der Kunststoffmasse werden dann uben den Bypass 25 und 
die Auslasseinrichtung 29 in einen Auffangbeh alter 30 ge- 30 
leitet und von dort aus dem System nach Reinigungsschrit- 
ten wieder zugeflihrt. 

[0042] Sob aid die Uberprufungseinrichtung 24 der Steu- 
ereinrichtung ein Signal ub ermittelt, dass die Kunststoff- 
masse wieder homogen ist, wird das Ventil des Bypass wie- 35 
der geschlossen und die Kunststoffmasse zu der Austragein- 
richtung 23 geleitet. Von dort aus wird die Kunststoffmasse 
uber den Austragkopf 27 und die an diesem befindlichen 
Nadeldiisen 28 auf die mit der Kunststoffmasse zu versehe- 
nen Bauteile aufgebracht. 40 
[0043] GernaB einer nicht dargestellten Ausfufirungsform 
ist vorgesehen, dass die Untersuchungseinrichtung die Zu- 
fuhrleitung nicht unterbricht, sondern als Durchlichtsensor 
ausgebildet ist. In diesem Fall ist die Zufuhrleitung vorzugs- 
weise als durchsichtiger Schlauch ausgebildet. 45 
[0044] Diese Ausfuhrungsform hat. den Vorteil, dass sie 
einfach in bestehende Anlagen integriert werden kann, da 
sie nur ein zusatzliches Teil darstellt, dass lediglich von aus- 
sen Kontakt zu der Zufuhrleitung haben muss; Ferner ist die 
Untersuchungseinrichtung leicht. und ohne grossen Mehr- 50 
aufwand austauschbar. 

[0045] Gleichermassen kann die Untersuchungseinrich- 
tung auch als.Lichtschranke ausgebildet. sein. Auch in die- 
sem Fall ist eine Uberprufung des Kunststoffes von aussen 
mbglich, d. h. ohne dass die Untersuchungseinrichtung in 55 
die Zufuhrleitung integriert werden muss. 

Paten tans priic he 

1. Verfahren zum Aufbringen von luftblasenfreien 60 
Kunststoffmassen auf elektrische Bauteile oder Trager 
derselben bei dem 

die aus einem Vbrraisbehalier geforderte Kunststoff- 
masse cine UherprufungseinriciHung zur Hrniittlung 
von UnregelmiiBigkeiicn passion . r >5 
die tehlerhafi. erkannien Anleilc der Kunststoffmasse 
durch einen ein Veni.il" aul "weisenden Bypass, welcher 
von der Kunsi.si.oflmasse-/.ufuhrleiiung abzweigl., in 
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einen Auffangbehalter geleitet werden und 
falls die Uberprufungseinrichtung keine Unregelma- 
Bigkeiten in der Kunststoffmasse ermittelt, das Ventil 
des Bypasses geschlossen und die Kunststoffmasse zur 
Austrageinrichtung geleitet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die UnregelmaBigkeiten durch optische Ein- 
richtungen ermittelt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dass die UnregelmaBig- 
keiten durch eine Ultraschalleinrichtung ermittelt wer- 
den. 

4. Vorrichtung zum Aufbringen von luftblasenfreien 
Kunststoffmassen auf elektrische Bauteile oder Trager 
derselben, mit einer Austragseinrichtung (23) zum Ab- 
geben der Kunststoffmasse an das elektrische Bauteil 
oder den Trager derselben, wobei der Austragseinrich- 
tung (23) eine Uberprufungseinrichtung (24) vorgeord- 
net ist, die den aufzubringenden Kunststoff auf Unre- 
gelmafiigkeiten, uberpriift und wobei die mit Unregel- 
maBigkeiten versehene nicht ausgehartete Kunststoff- 
masse durch einen ein Ventil aufweisenden Bypass, 
welcher von der Kunststoffmasse abzweigt, verbunden 
ist, in eine Auslasseinrichtung in Abhangigkeit einer 
Signalgebung der Uberprufungseinrichtung entfernbar 
ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Uberprufungseinrichtung (24) eine 
optische Einrichtung ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Uberprufungseinrichtung (24) ein 
Durchlichtsensor oder Lichtschranke ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Uberprufungseinrichtung (24) eine 
Ultraschalleinrichtung ist. 

8. Verwendung des Verfahrens nach einem der An- 
spriiche 1 bis 3 zum EingieBen von Bauelementen. 

9. Verwendung des Verfahrens nach einem der An- 
spruche 1 bis 3 zum Aufbringen und/oder Einbringen 
von Kunststoffmassen in Kavitaten von Chipkarten. 
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